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【手続補正書】
【提出日】平成22年2月10日(2010.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の構造層と、
　前記第１の構造層に空隙を介して対向し、且つ一部が前記第１の構造層に固定されてい
る第２の構造層と、を有し、
　前記第１の構造層及び前記第２の構造層は少なくとも一方が変位可能であり、
　前記空隙を介して前記第２の構造層に対向する前記第１の構造層の第１の面は、複数の
凸部が設けられており、
　前記空隙を介して前記第１の構造層に対向する前記第２の構造層の第２の面は、複数の
凸部が設けられており、
　前記第１の面及び前記第２の面は、互いに粗さが異なることを特徴とする微小構造体。
【請求項２】
　同一基板上に設けられた微小構造体と、半導体素子と、を有し、
　前記微小構造体は、第１の構造層と、前記第１の構造層に空隙を介して対向し、且つ一
部が前記第１の構造層に固定されている第２の構造層と、を有し、
　前記半導体素子は、半導体層と、前記半導体層上にゲート絶縁層を介して設けられたゲ
ート電極層と、を有し、
　前記第１の構造層は、前記半導体層と同じ材料から形成され、
　前記第２の構造層の一部は、前記ゲート絶縁層と同じ材料から形成され、
　前記第１の構造層及び前記第２の構造層は少なくとも一方が変位可能であり、
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　前記空隙を介して前記第２の構造層に対向する前記第１の構造層の第１の面は、複数の
凸部が設けられており、
　前記空隙を介して前記第１の構造層に対向する前記第２の構造層の第２の面は、複数の
凸部が設けられており、
　前記第１の面及び前記第２の面は、互いに粗さが異なることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記微小構造体の前記第１の構造層及び前記半導体素子の半導体層は、結晶質珪素膜で
あることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　基板上に第１の構造層を形成し、
　前記第１の構造層に粗面処理を施し、
　前記第１の構造層上に金属層を形成し、
　前記金属層に粗面処理を施して犠牲層を形成し、
　前記第１の構造層上および前記犠牲層上に第２の構造層を形成し、
　前記犠牲層を除去して空隙部を形成することを特徴とする微小構造体の作製方法。
【請求項５】
　基板上に第１の構造層を形成し、
　前記第１の構造層にレーザビームを照射することによって粗面処理を施し、
　前記第１の構造層上に金属層を形成し、
　前記金属層にレーザビームを照射することによって粗面処理を施して犠牲層を形成し、
　前記第１の構造層上および前記犠牲層上に第２の構造層を形成し、
　前記犠牲層を除去して空隙部を形成することを特徴とする微小構造体の作製方法。
【請求項６】
　基板上に第１の構造層を形成し、
　前記第１の構造層にレーザビームを照射することによって粗面処理を施し、
　前記第１の構造層上に金属層を形成し、
　前記金属層を加熱処理することによって粗面処理を施して犠牲層を形成し、
　前記第１の構造層上および前記犠牲層上に第２の構造層を形成し、
　前記犠牲層を除去して空隙部を形成することを特徴とする微小構造体の作製方法。
【請求項７】
　請求項４又は請求項５において、
　前記金属層を、タングステン、モリブデン、又はチタンを用いて形成することを特徴と
する微小構造体の作製方法。
【請求項８】
　請求項４又は請求項６において、
　前記金属層を、アルミニウムを用いて形成することを特徴とする微小構造体の作製方法
。
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